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最近は表面実装の部品が増えてきており，はんだご

てによる実装が難しくなってきました．またQFNや

SONパッケージのように，リードが出ていない形状

のラインナップしかない部品もあり，使用を断念する

といったケースもあります．

そこで，自宅で手軽にリフロできるように製作した

のが，写真1に示す装置です．

リフロとは，はんだを利用して部品と銅箔を電気的

に接合させる工法の一つです．はんだ粉末にフラック

スを加えたペースト状のもの（クリームはんだ）をプリ

ント基板上に塗布し，その上にチップ部品などを搭載

し加熱します．

オーブン・トースタを改造した簡易的なものですが，

使ってみるとかなり綺麗に実装できます（写真2）．

専用の装置を使わないリフロ方法には，ヒートガン

やホットプレートを使った方法があるようですが，使

用条件に制限があり，習熟が必要なため，素人が手軽

に使うというわけにはいかないようです．

穴あけや放熱用アルミのカットなど，板金の加工は

少したいへんかもしれませんが，回路の製作は簡単で

す．是非チャレンジしてみてください．ただし，

AC100 Vを扱うので感電などにはくれぐれも気を付

けて作業してください．

● 製作したリフロ装置を使う手順

本リフロ装置を使ったリフロはんだ付け作業は次の

ような手順になります．

（1）基板のパッド部分にクリームはんだを塗布します．

サンハヤト社のクリームはんだは硬いので，指ではな

く手のひらで注射器のピストンを押して使います．

（2）位置を確認しながら，部品をパッドの上に慎重に

乗せます．接着剤は使わなくても，ソルダ・レジスト

とはんだの表面張力によって，部品は適切な位置に実

装されます．

（3）部品を乗せた基板をリフロ装置の中に入れます．

表面実装部品を自宅で実装したい！
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このマークは当該記事で使用されている部品の相当品一式の購入サ

ポートが行われる予定であることを示します．詳しくは広告ページ

「トランジスタ技術 サポート企画」（p.302）を参照ください．
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遅硬化型接着剤やフラックスなどがセットになってい

ます．遅硬化型接着剤は両面実装基板のリフロ時や，

多ピンICの位置決めに役立ちます．

● リフロ装置設計のコンセプト

�オーブン・トースタそのままではリフロできない

温度調整付きのオーブン・トースタと遠赤外線式リ

フロ装置は同じような仕組みです．そこで手始めに何

の改造も加えないでリフロの実験をしてみました．こ

の結果，部品を熱で痛めずに実装するのは難しいこと

がわかりました．温度を感知する機械式サーモスタッ

トの応答が遅すぎるためです．設定温度100℃に対し

て，いったん 200 ℃になるまで加熱してヒータが

OFFになり，70℃未満になると再度加熱するという

動作でした．

�マイコンでヒータを制御する

そこで，マイコンを利用し，温度に応じて細かくヒ

ータをON/OFF制御する回路を製作することにしま

した．

基板が水平であることを確認しながら慎重に置きます．

（4）リフロ装置の電源を入れて温度プロファイルを3

種類から選択します（1：ノーマル・モード，2：Pb

フリー・モード，3：クイック・モード）．

（5）ブザーが3回鳴ったらリフロ完了です．基板上の

部品がずれないように静かにゆっくりとオーブン・ト

ースタの前面とびらを開きます．この時に急に前面と

びらを開けてしまうと，はんだが溶けた状態で基板が

振動して，部品の位置がずれてしまいます．

（6）基板が常温近くまで冷めたら完成した基板を取り

出します．火傷には十分気を付けてください，

● クリームはんだはキットが便利

リフロはんだ付けには，リフロ装置以外にクリーム

はんだも必要です．

クリームはんだは業務用が多く，個人では入手が難

しいものでしたが，サンハヤト社から「表面実装部品

取付キット」という大変便利なものが販売されていま

す．このキットはクリームはんだ（写真2）だけでなく，
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図1 製作したリフロ装置の回路図

AC100 V入力，DC5 V出力のAC－DCコンバータの製作は感電の危険があるため推奨しない．5 V出力のACアダプタを使用することを推奨する


